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innomatec entwickelt neue Losung fiir die Luftdichtheitspriifung
von ReMa-Systemen innerhalb einer Lithographie-Maschine

ReMa (Reticle Masking)-Systeme, die

in der EUV/DUV-Lithographie eingesetzt
werden, waren bisher auf eine Leckprufung
mit Prufgas angewiesen. Die innovative
Losung von innomatec bietet als
Alternative eine Dichtheitsprufung

mit Luft, die eine einfachere und
kostengunstigere Lecksuche ermoglicht.

Die Herstellung von Teilen und Unterkomponenten flr

die Halbleiterindustrie beruht auf prazisen, komplizierten
Prozessen. In diesem Umfeld gibt es wenig bis keinen
Spielraum fur Fehler. Jedes Bauteil muss mit einem
Hochstmal an Kontrolle und Prazision gepruft werden,

um die Qualitat des Herstellungsprozesses zu gewahrleisten.

Dies gilt insbesondere fiir EUV/DUV-Lithografiesysteme.
EUV (Extrem-Ultraviolett-Lithographie) und DUV (Tief-
Ultraviolett-Lithographie) sind Spitzentechnologien,
mit denen elektrische Schaltkreise/Transistoren in
Halbleiterwafer gemeilielt werden. ReMa-Einheiten
(Reticle Masking) sind ein wichtiger Bestandteil dieses
Lithografieverfahrens.

Ein Hersteller von Subkomponenten fur die
Halbleiterindustrie wandte sich mit einem neuen
Projekt an innomatec: Er benotigte eine genaue,
zuverlassige und kostengiinstige Losung fiir die
Dichtheitspriifung, um die hochste Prazision seiner
ReMa-Einheiten zu gewahrleisten. innomatec lieferte
eine neue, innovative Losung.

Einfiihrung der
Geratemodelle
LTC-802 SI / LTC-902 Sl

Kupferfreies Design,
gebaut fur die
Halbleiterindustrie

LTC-902 SI

Die Modelle LTC-802 Sl und
LTC-902 Sl sind vollstandig
kupferfrei und erfullen die
strengen Teststandards der
Halbleiterindustrie sowie die
strengen Anforderungen an
die Gerate.




Die Rolle von ReMa-Einheiten
(Reticle Masking) in EUV/DUV-
Lithografiesystemen

Bei der Lithografie wird ein Transistormuster
auf einen Wafer mit einer lichtempfindlichen
Schicht projiziert. Aus diesen Wafern werden
dann komplexe Chips hergestellt. Die ReMa-
Einheit spielt eine wichtige Rolle bei dem fur

diesen Prozess erforderlichen Lichtmanagement.

Die ReMa-Einheit maskiert das Licht, indem sie
vier Metallklingen mit auBerster Prazision in
horizontale Richtungen bewegt und nur eine
strategische Lichteinstrahlung auf den Wafer
zulasst, um die gewunschten Transistormuster
Zu erzeugen.

Das ReMa-System erfordert eine hohe Prazision
und Genauigkeit bei den Bewegungen der
Maskenblatter, wobei die Beschleunigungen
dieses Herstellers bis zu 400 Meter pro Sekunde
im Quadrat erreichen und die Bildmuster kleiner
als wenige Nanometer sind.

Dichtheitsprifungen sind notwendig,

um die Prazision und Genauigkeit der
Klingenbewegungen zu Uberprufen. Indem

der Hersteller sicherstellt, dass wahrend
des Lithografieprozesses keine Luft aus dem
Steuerkanal entweicht, kann er die Prazision
und Genauigkeit bestatigen. Bei Anwendungen
wie dieser ist der Unterschied zwischen 99,9 %
und 100 % Genauigkeit wichtig, da jedes Mal
100 % Genauigkeit erforderlich ist.

Verwendung des LTC-902 S|
zur Dichtheitsprufung einer
ReMa-Einheit in einem
Lithografiesystem — mit Luft!

Aufgrund der sehr kleinen Mikroverbindungen
innerhalb der ReMa-Einheiten ist ein kupferfreies
Design erforderlich, um sicherzustellen, dass
es keine Wechselwirkung mit dem in diesen
Systemen verwendeten Aluminium gibt, die
zu galvanischer Korrosion fiihren konnte.
Dies bedeutete, dass diese Anwendungen
typischerweise auf Dichtheitsprufungen mit
Prifgas angewiesen waren, die keinen direkten
Kontakt zwischen der Prifmaschine und der
ReMa-Einheit zulieRen. Diese Prifgasmethode
ist jedoch in der Regel eine komplexere und
kostspieligere Testlosung. innomatec wollte
ihnen eine andere Option anbieten, um ihre
Ziele zu erreichen — eine einfachere und
kostengiinstigere Priifung.

innomatec hat diese neue Losung entwickelt,
bei der Luft anstelle von Priifgas fiir die
Dichtheitspriifung verwendet wird. Das neue
Dichtheitspriifgerat, das Modell LTC-902 Sl von
innomatec, ist eine kupferfreie Innovation, die
eine hohe Genauigkeit und Prazision bietet und
gleichzeitig das Risiko von Korrosion innerhalb
der Mikroverbindungen bei dieser Art von
Anwendung ausschlieBt.

innoRC-Software: Nahtlose Datenmessung und Integration

innoRC ist eine Software, die die Fernsteuerung von innomatec-Dichtheitsprufgeraten Uber eine
Windows-Anwendung ermoglicht. Diese Software gewahrleistet eine nahtlose Kompatibilitat und
Integration zwischen den Messgeraten und Ihrem Leitsystem, unabhangig von der Komplexitat
der verschiedenen Gerate und Systeme mit ihren jeweils eigenen Datenformaten und
Kommunikationsprotokollen. innoRC gewahrleistet eine einfache Interaktion und einen
Echtzeit-Datenaustausch ohne Verlust oder Verzogerung.
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Bei der Luftdichtheitsprifung wurde das

abgedichtete Gehause mit dem Dichtheitsprifgerat

LTC-902 SI nach der Druckdifferenzmethode
gepruft. Bei dieser Dichtheitsprifung wurde
das Bauteil innerhalb des Gehauses Uber
einen Zeitraum von 15 Minuten unter Druck
gesetzt. Wahrend dieser Zeit fihrt das System
eine Druckpriifung durch, die beweist, dass es
dem eingestellten Druck fur die erforderliche
Zeitspanne standhalten kann, ohne dass sich
die Platte bewegt. AnschlieBend stabilisiert
sich das Gehduse und fiihrt eine erweiterte
Dichtheitspriifung durch, bei der der Druckabfall
uber einen Zeitraum von einer Stunde gemessen
wird. Der maximal zuldssige Druckabfall wahrend
dieses Zeitraums betrug nur 5-15 mbar.

Die Zuverlassigkeit dieser Messung war von
groRter Bedeutung. Die Lecktestlosung von
innomatec Ubertraf die Erwartungen und
Ubertraf jede andere Losung auf dem Markt.
innomatec Dichtheitsprufgerate sind mit
innoRC ausgestattet, einer Software, die

die Fernsteuerung der innomatec Leck-
Testcomputer Uber eine Windows-Anwendung
ermoglicht. Die innoRC-Integration fligt die
wahrend der LTC-Dichtheitsprufung gemessenen
Daten nahtlos in lhre Steuerungssysteme ein
und bietet so die Moglichkeit, jeden Moment der
Prifung zu analysieren. innoRC war in der Lage,
die Ubertragung der groBen Datenmengen, die
wahrend des langen Priifzyklus von einer Stunde
gesammelt wurden, problemlos zu bewaltigen,
um die Qualitat des gesamten Prozesses

mit der hochsten Zuverlassigkeit auf dem
Markt nachzuweisen.
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Abbildung 1: Druckprifung
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Minderung des Korrosionsrisikos bei
Verbindungen im Nanometerbereich

Ein kupferfreies Design ist erforderlich, um das
Korrosionsrisiko in einem Lithografiesystem —
und anderen Systemen mit Verbindungen

im Nanometerbereich — zu verringern. Die
Wechselwirkung zwischen Kupferpartikeln und
dem in diesen Systemen verwendeten Aluminium
in einer Mikroverbindung (20-200p) erhoht das
Risiko der galvanischen Korrosion erheblich.
Dieses Risiko erhoht sich auch bei Vorhandensein
von unvermeidlicher Feuchtigkeit, die selbst bei
sehr geringen Mengen als Elektrolyt wirkt und die
elektrochemischen Reaktionen zwischen diesen
beiden Metallen beglnstigt, die zu Korrosion
und damit zu Blockierungen fuhren, die das
System unbrauchbar machen.

Da die meisten Dichtheitsprifgerate mit
Kupfer-und Messingkomponenten konstruiert
sind, blieb den Herstellern als einzige Option die
Lecktestung mit Priifgas/Helium, die komplexer
und kostspieliger ist. Dies fuhrte zur Entwicklung
der innomatec LTC SI Luftdichtheitsprufgerate, die
fur die Halbleiterindustrie kupferfrei aufgebaut
sind und eine leistungsfahige und kostenglinstige
Alternative darstellen.

Entdecken Sie die innovativen Losungen von innomatec fur diese

sich schnell entwickelnde Branche

innomatec steht an der Spitze der sich schnell entwickelnden Halbleiterindustrie.
Seit Uber 40 Jahren arbeitet innomatec mit den groBten Herstellern in Europa und der
ganzen Welt zusammen und unterstitzt sie bei der Losung von Prufproblemen in ihren
Fertigungslinien, um die hochste Produktqualitat zu gewahrleisten. Wir setzen unsere
Jahrzehntelange Erfahrung und unser Fachwissen ein, um Losungen zu entwickeln,
die den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden und diese

sogar Ubertreffen.

Benotigen Sie Hilfe bei lhrer Halbleiter-Dichtpriifanwendung?

Kontaktieren Sie die Experten von innomatec!

o innomatec Mess-und Schnellanschluss-Systeme GmbH
2 Am Wortzgarten 12-14 | D-65510 Idstein | Deutschland
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